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elektromechanischen Baugruppen mit dem 
Schwerpunkt auf der Analyse und Einordnung von 
Strategien für das fachgerechte Recycling.

LeiterplattenAkademie



LeiterplattenAkademie

Wer wird mit dem Seminar "Leiterplatten 91 … Recycling
elektronischer Baugruppen" angesprochen ?

Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Transportlogistik, 
Kommunikation und Informationstransfer bestimmen unser Leben.
Es gibt in unserer modernen Welt kein komplexes System mehr, das
ohne eine elektronische Baugruppe betrieben werden kann. Unser Alltag 
wird mit Elektronik für die komfortable Fortbewegung, den Transport von 
Gütern und das Tragen moderner Kleidung bereichert.

Allerdings ist die Nutzungsdauer elektronischer Produkte nicht 
unbegrenzt möglich. Was uns heute erfreut und hilfreich ist, ist morgen 
Schrott. Die Entsorgung muß bedacht werden. Keine einfache Aufgabe 
bei einem Volumen von zur Zeit (2023) 60 Millionen Tonnen 
Elektronikmüll, Tendenz steigend. Für 2050 werden 120 Millionen 
Tonnen vorausgesagt. 
Die in Baugruppen eingesetzten Metalle und chemischen Substrate sind 
einerseits hochwertig, andererseits eine hohe Umweltbelastung. Der 
Gesetzgeber hat bereits vor Jahren reagiert und den Unternehmen und 
Menschen durch die WEEE, die RoHS und das Elektrogesetz Auflagen
gegeben. Die klassische Müllentsorgung aber ist unbrauchbar und 
vernichtet Werte. Strategisches Ziel ist die Kreislaufwirtschaft, mit der 
Substrate aufbereitet und wieder in Umlauf gebracht werden sollen.

Das Seminar "Leiterplatten 91 … Recycling elektronischer 
Baugruppen" erläutert den aktuellen Stand der Recyclingkonzepte und 
beschreibt Optionen für ein mögliches zukünftiges Handling auf der Basis 
der heute vorhandenen Dokumentation von Baugruppen und zeigt auf, 
welche Lücken geschlossen werden müssen.  

Die Konstrukteure elektronischer Schaltungen und die CAD-Designer 
erhalten einen Einblick in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
Einkäufer und Projektleiter in die technisch-physikalischen Anforde-
rungen. Das Seminar fördert damit auch das partnerschaftliche Mitein-
ander der Wirtschaftler und Technologen. 

Die Themen sind ebenso interessant für alle Entscheidungsträger im 
Bereich CAD-Design, Leiterplatte und Baugruppe, deren Aufgabe es 
ist, Projekte führend und beratend zu begleiten. 1
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Historische Entwicklung 

Anwendungsbereiche elektronischer 
Baugruppen im privaten und indus-
triellen Umfeld.
Technologische Varianten in den 
letzten Jahrzehnten. 
Der Übergang von der THT zur 
SMT.

Elektronikmüll

Die Evolution der Produktvielfalt im 
privaten und industriellen Umfeld.
Hintergründe für das Entstehen von 
nicht mehr einsetzbaren elektro-
nischen Produkten. 
Basisstrategien für das Entsorgen 
elektronischer Technologie. 

Transfer von Elektronikmüll

Aktuelle Strategien für die weltweite 
Entsorgung von Elektronikmüll.

Tendenzieller Schrotttransfer von 
Müllexporteuren in Richtung von 
Müllimporteuren.
Zu erwartende Elektronikschrott-
entwicklung.



LeiterplattenAkademie

3

Inoffizielles Recycling

Bekannte Strukturen für nicht ge-
steuertes und nicht kontrolliertes 
manuelles Demontieren elektroni-
scher Baugruppen in Fernost.

Umlauf von Plagiaten in den 
offiziellen Wirtschaftskreislauf.

Wertstoffe

Einschätzung der Wertstoffvolumina  
in elektromechanischen Baugrup-
pen.
Chemische Zuordnung u.a. von 
Kunststoffen, Schwermetallen und 
Seltenerden.

Politische Rahmenbedingungen

Umsetzung europäischer Richtlinien 
in nationale Gesetzgebung.
Anforderungen an die Planung und 
die Vorlage von Recyclingrichtlinien 
auf politischer Ebene.
Grundkonzepte der RoHS, der 
WEEE und des Elektrogesetzes. 
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Ankauf von Schrottelektronik

Aktuelle organisatorische Konzepte 
für die wirtschaftliche Bewertung zu 
verschrottender Elektronik.
Nicht zugeordnete und nicht kontrol-
lierbare technische Nebeneffekte.

SMD-Bauteile

Einschätzung der Variantenvielfalt 
von SMD-Komponenten.
Schadstoffhaltige Bauteile.
Elektronische Anwendungen im 
industriellen Umfeld, z.B. der Auto-
motive.
Kostenintensive Bauteile.

Bauteilqualität

Übersicht zur Varianz der Bauteile 
mit Blick auf Bauform, Mechanik, 
metallische und chemische Kombi-
nation.
Einschätzung des Wertes elektro-
mechanischer Bauteile auf Basis 
ihres Gewichtes.
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Bauteillogistik

Bezeichnungen für die Bauformen 
elektromechanischer Bauteile.
Unübersichtlichkeit der Bauformen, 
insbesondere für ICs. 
Einordnung der Montagestrategien 
in Abhängigkeit von der Bauform.

Baugruppenanalyse

Optische Identifikation elektro-
mechanischer Komponenten auf 
Baugruppen. Erläuterung der viel-
fältigen Anwendung.
Einschätzung der Möglichkeiten für 
die Recyclingstrategie auf Basis der 
Bauteilmechanik.

Bauteileigenschaften

Einschätzung der Recyclingqualität 
mit Bezug auf die Funktion der Bau-
teile (Relais, Widerstände, Konden-
satoren, Transistoren, Induktivitä-
ten, usw.)
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Bauteilanalyse

Interpretation der eingesetzten elek-
tromechanischen Komponenten auf 
einer Baugruppe durch die fachge-
rechte Bewertung des Schaltplans.

Bauteilwerte

Die BOM (~ Bill of Material) als 
effektive Basis für die zuverlässige 
Einordnung und Interpretation der 
Bauteilwerte.
Zuordnung der möglichen und er-
forderlichen Recyclingaufgaben. 

Bauteilkosten

Referenz der Kosten für den Ein-
kauf von SMD- und THD-Bauteilen 
in Abhängigkeit von der Anzahl der 
eingesetzten Bauteile in einem Bau-
Gruppenprojekt als Voraussetzung 
für die Recycelbarkeit und die Ein-
schätzung der voraussichtlich zu 
recycelten Werte.
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Leiterplattendokumentation

Die Leiterplattendokumentation als 
notwendige Beschreibung der 
chemischen Konstellation der einge-
setzten Dielektrika, der Lacke und 
der metallischen Beschichtungen für 
Kupfer und Endoberflächen.

Dielektrika

Detailinformation für die Einordnung 
der Chemie und des Volumens des 
Basismaterials als Voraussetzung 
zur Beurteilung der Wertigkeit und 
des zulässigen Recyclingverfah-
rens.

Chemie

Erläuterung typischer in der Leiter-
plattentechnologie eingesetzter 
chemischer Strukturen/Moleküle.
Einordnung kritischer chemischer 
Verbindungen für die Aufbereitung 
und die Entsorgung von Leiterplat-
tenmaterial.
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Analyse der Substrate

Gewichte und Volumina von 
Metallen, Endoberflächen und 
Lacken auf Leiterplatten.

Volumina und chemische Zusam-
mensetzung von Lotpasten für das 
Löten der SMD-Bauteile.

Vorbereitende Konzepte

Datenbanken für die vorbereitende 
Entsorgung. Zu erweiternde Infor-
mationen in CAD-Bibliotheken.
Files für BOM, Bauplan und Bestük-
kung elektronischer Baugruppen als 
optionale weltweite Referenz für das 
Recycling von Baugruppen. 

Elektronifizierung

Gegenwärtiger und zukünftiger 
Einsatz von Baugruppen und/oder 
elektromechanischer Komponenten 
im Alltag. Entsorgungsvorgaben 
nach WEEE und EAG (~ Elektro-
altgeräte).
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Ihr Referent Arnold Wiemers Seit 1980 selbstständig als 
Softwareentwickler für die Kalkulation, den 
Fertigungsablauf und die Fertigungsleitsteue-
rung von Leiterplatten.

Ab 1983 angestellter Geschäftsführer für den
Fachbereich CAD der ILFA GmbH, Aufbau 
der  CAM in den 1990er Jahren und ab 2000 
Technologieberatung für komplexe Leiter-
platten.

Seit 2009 Mitinhaber und Technischer 
Direktor der LA-LeiterplattenAkademie 
GmbH mit Sitz in Berlin.

Diverse Fachveröffentlichungen. Referent für Seminare, Konferenzvor-
träge und Workshops zum Thema Leiterplattentechnologie (MFT, MPS, 
Impedanz, Multilayersysteme, Designregeln, Gerber, LP2010).
Mitarbeit am Schulungskonzept der entsprechenden Fachverbände.
Vom IPC zertifizierter CID, CID+, CIS 6012, Tutor und Master. ZED.
Langjährige aktive Mitarbeit im AK-Design des ZVEI.
Förderung der Ausbildung an Berufs-, Fach- und Hochschulen. 

Die LeiterplattenAkademie
Die Sicherung des Standortes Deutschland in Europa und der Erhalt der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit setzt sowohl die systematische als 
auch die kontinuierliche Qualifikation der Mitarbeiter/innen eines Unter-
nehmens voraus.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Industriegesellschaft und ihre 
technologische Kompetenz am Weltmarkt wird (auch) durch die Qualität 
ihrer Elektronikprodukte bestimmt. 

Das erfordert eine fachlich hochwertige Aus- und Weiterbildung.

Die zentrale Aufgabe der LeiterplattenAkademie ist, das Fachwissen aus 
den Bereichen der Schaltungsentwicklung, des CAD-Designs, der CAM-
Bearbeitung, der Leiterplattentechnologie und der Baugruppenproduktion 
in Seminaren, Workshops und Tutorials zu vermitteln. 9
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10Änderungen vorbehalten

Seminare und Teilnahmegebühren

Das Tagesseminar wird als freies Seminar durchgeführt, kann für 
Konferenzen gebucht werden und steht auch als InHouse-Seminar 
zur Verfügung. 

Freies Seminar

Die Durchführung liegt bei der LeiterplattenAkademie. Die Termine 
werden via Mailing, eMail, Internet oder Presseveröffentlichungen 
mitgeteilt. Die Veranstaltungsorte sind in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

Präsenz-Seminar: 520,00 € zzgl. MwSt. pro Person. Enthalten sind 
ausführliche Seminarunterlagen, Teilnahmezertifikat, Mittagess sowie 
Getränke.

Online-Seminar: 480,00 € zzgl. MwSt. pro Person, Enthalten sind 
ausführliche Seminarunterlagen und das Teilnahmezertifikat.

InHouse: Unser Seminar in Ihrem Haus 

Das Seminar wird auch firmenintern referiert. Sie sparen sowohl 
Reise- als auch Übernachtungskosten, vor allem jedoch Zeit.

Für pauschal 2.650,00 € zzgl. MwSt. liefern wir Ihnen unseren 
Referenten "frei Haus". Es entstehen keine Zusatzkosten.

Online steht Ihnen unser Referent für 2.000,00 € zzgl. MwSt. zur 
Verfügung.

Eine individuelle Themengestaltung mit firmentypischen Schwerpunk-
ten ist selbstverständlich möglich. Bitte stimmen Sie sich mit uns ab: 
inhouse@leiterplattenakademie.de

Wir bieten Ihnen 15% Rabatt für InHouse-Seminare in den Monaten Juli und August.

mailto:inhouse@leiterplattenakademie.de
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Die LeiterplattenAkademie

Die LA - LeiterplattenAkademie GmbH ist eine Schulungs-
und Weiterbildungseinrichtung für die Fachbereiche  

Schaltungsentwicklung
CAD-Design
CAM-Bearbeitung
Leiterplattentechnologie
Baugruppenproduktion

Die Akademie versteht sich als Partner für öffentliche 
Einrichtungen und Unternehmen der Wirtschaft, die in 
vergleichbaren Feldern engagiert sind.

LA - LeiterplattenAkademie GmbH
Schlesische Straße 12
10997 Berlin

Telefon (030) 34 35 18 99
Telefax (030) 34 35 19 02
eMail info@leiterplattenakademie.de
Internet www.leiterplattenakademie.de


